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Ultraschalltransducer

TRANSFERSTECKBRIEF

MEMS-basierte Ultraschallsender und -empfanger

HINTERGRUND

Ultraschall ist in der Abstandsmessung, z.B. bei
Parksensoren im Auto, sehr weit verbreitet. Es gibt aber
auch andere Anwendungen, bei denen nicht nur der
Abstand, sondern auch die Form von Objekten akustisch
gemessen wird, oder auch Anwendungen bei denen die
Zusammensetzung von Gasgemischen bestimmt wird.

Fir diese Anwendungen werden kleine, spezialisierte
Bauteile benétigt, die sich durch die NED Technologie als
MEMS Bauelement fertigen lassen. Der modulare Aufbau
ermoglicht es mehrere Sender und Empfanger auf einem
Chip zu platzieren, was kompakte, akustische Kameras
moglich macht. Verschiedene Sender und Empfénger
konnen fir unterschiedliche Frequenzen optimiert
werden, damit diese sich nicht gegenseitig stéren.

TECHNOLOGIE

Die aktiven Einheiten der Transceiver sind elektrostatische
Biegebalken. Die Balken konnen elektrisch angesteuert
werden, wodurch sie sich in der Chipebene bewegen, und
eine Luftbewegung erzeugen. Anders herum kdnnen die
Balken durch Druckdnderungen in Bewegung versetzt
werden, welche elektrisch gemessen werden kann.

Durch Anpassung der Lange und Dicke der Balken kann
die Frequenz spezifisch angepasst werden. Die
Sendeleistung kann Uber die Chipfliche angepasst
werden. Dank der hohen Bandbreite sind auch
Messungen mit Chip Signalen moglich.

VORTEILE

v’ Bandbreite mehrere 10kHz

v' Arbeitsparameter im Design
einstallbar

v Miniaturisierung fiir Array
Anwendungen

ANWENDUNG

= Abstandsmessung

= Positionserkennung

= Akustische Kamera

= Kontaktlose Vibrationsmessung
= Akustische Gasanalyse

PARAMETER

= Chipflache einer NEDMUT Einheit:
3mm x 3mm

= Betriebsspannung: Max. 40V

= Sendereichweite: 3m

= Empfangsempfindlichkeit: <20mV/Pa

STATUS
= Labormuster vorhanden
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